（C085）顾客特殊要求

	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	4
	工程制作
	20190919
	510009C085周波2019-09-19

	3
	工程制作
	20191012
	510009C085周波2019-10-11

	1
	工程制作
	20191021
	取消包装备注(优化客归)

	3
	工程制作
	20191021
	合并翘曲度要求(优化客归)

	7
	压接孔要求
	20200325
	510009C085周波2020-03-11

	2
	外形公差按客户制板说明
	20200930
	510009周波2020-07-28

	公共部分6.
	服务性投诉
	20200525
	谢寻

	公共部分7.
	孔电阻测试
	20210705
	C085增加低阻测试流程刘铃2021-07-02510009

	公共部分2.
	拆分预审部分
修改2.标记①
	20211013
	关于PCB丝印层未能添加厂家LOGO和DATECODE信息质量函刘铃2021-09-25510009军品顾客质量要求评审表

	预审部分3.②
	EQ
	20220630
	刘铃

	增加MI部分第1、2点，预审第5点
	增加锡厚出货报告
	20220714
	智明达喷锡板锡厚管控要求刘铃2022-06-07510009军品顾客质量要求评审表

	公共部分5.
	孔到铜及环宽要求
	20251007
	工程调整负片层需EQ确认邹慧蓉2025-09-15510009军品顾客质量要求评审表

	预审部分第5点
	增加EQ共性问题
	20251223
	崔爱华

	公共部分6.
	替代物料说明
	20260310
	智明达板材EQ确认胡星昊2026-03-05510009军品顾客质量要求评审表


备注：更新的内容以蓝色字体显示。

公共部分
1. 过孔工艺：

所有钻孔对应阻焊不接受假性露铜,两面盖油的过孔必须塞孔。

2. 标记：

①(1).所有订单需加我司全套LOGO，空间不足时缩小标记大小，优先按如下A方案添加，A方案无法执行时按B方案，B方案也加不下时，按C方案执行。

(2).当C方案也加不下时，需与顾客确认，并将确认的结果发给顾客质量部门: 

质量部E-mail：sqe@zmdde.com     联系人：薛超电话：18108034334
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②当序列号有字体大小要求时，CAM需制作序列号菲林，并指示生产：序列号采用菲林制作。

3.公差要求：

(1).如果客户加工说明文件中明确了压接孔尺寸及公差控制要求，预审需要指示压接孔尺寸及公差;

(2).CAM需要在终检工艺备注：压接孔尺寸及公差，提供压接孔检验报告给客户。

4.测试及报告:

增加低阻测试流程，出货报告中增加孔电阻测试报告。

5.图形

孔到铜的距离、过孔或器件孔环宽的加大均需要EQ确认后才可修改

物料

因库存不足，不限供应商可更换为同等级有料的板材，但需要EQ确认后投产。
预审部分
1. 翘曲度：

(1).验收标准为QJ标准时，翘曲度按0.5%控制与检验(说明文件中有特殊要求或有工程确认的除外)；

(2).验收标准为GJB或IPC标准时，翘曲度按0.75%控制与检验(说明文件中有特殊要求或有工程确认的除外)。 

2. 验收标准：

验收标准按客户说明中勾选标准制作，当客户无要求时,按GJB362B-2009处理。

3.问客：

①发出工程确认单后，需在10分钟内电话通知客户查收邮件。

②若无EQ，需邮件告知客户，此单无工程问题，已下线。

4. 测试

（1）表面处理为有铅喷锡或无铅喷锡，勾选镀层厚度测试报告

5.共性问题按附件与客户沟通确认结果执行。


[image: image2.emf]C085-工程共性问 题汇总（兴森快捷）.xlsx


MI部分
表面处理为有铅喷锡或无铅喷锡，功能检查、内包装备注：提供镀层厚度测试报告；

功能检查备注：按H方案送好板到实验室测铅锡厚度。

FPC要求：

1、制作激光外形文件时在靠近d-k刚性区域时激光文件需內缩0.5mm，不能激到刚性区域；

2、在激光外形和终检备注：此顾客重点检查刚性区域是否有残留碳黑，有的话需挑出返工或报废不能出货，柔性拐弯区允许有轻微碳黑和毛刺。

常见项目汇总



		C085客户常见工程咨询问题及解决方案

		尊敬的客户：
       非常感谢贵司长期以来对我司工作上的支持！
       为了在后续的合作中，尽量减少不必要的工程咨询，提高订单工程处理的效率，保障产品准时交付，特将我司的工程资料咨询总结如下，希望通过与贵司的沟通协作，能就这些常见的工程问题达成一致意见，减少重复咨询。

		问题类型		序号		问题描述		解决方案		附图链接		顾客回复意见		有关联问题的产品零件号

		成品板厚		1		成品板厚公差较严：成品板厚≤1MM的，公差严于±0.1MM; 成品板厚＞1MM的,公差严于±10%		形成协议：成品板厚公差不管是否制版说明中有要求，统一按如下标准：
成品板厚≤1MM的，公差按±0.1MM; 
成品板厚＞1MM的，公差按±10%。		图1		部分产品对板厚有特殊限制，需以PCB加工说明书中公差为准		EC08505EA0（ZMD/RC-Y6804 PCB V2.0）

		叠层阻抗		2		为满足贵司的阻抗要求，调整了阻抗线宽和叠层设计，其中有层次间完成介质厚度小于90um，不满足军标要求。		形成协议：若因阻抗无法满足调整层间介质厚度导致不满足军标90um的，可以接受。		图2		叠层介质厚度不满足军标，需单独确认		AC08505PA0（ZMD/RC-Y6805 PCB V2.0）
AC08505NA0（ZMD/RC-Y6801 PCB V2.0）
IC085030A0（ZMD/SBC-CK1 V1.0）

		钻孔		3		焊盘与孔等大或比孔小或外层无焊盘，且无电气连接，定义为金属化孔，请确认		形成协议：双面无焊盘或焊盘≤孔径的，按非金属化孔制作。		/		接受建议		/

				4		如图，板内最小的插针器件孔仅0.35mm，喷锡工艺会导致铅锡镀孔，孔径大小不均匀，影响后期器件插入焊接，请确认		形成协议：有器件孔成品孔径小于0.4MM的表面工艺若要求喷锡的可更改为化学镍金。		图4		表面处理均以PCB加工说明书中要求为准		GC085067A0（ZMD/SBC-1C5 PCB V1.0）

		线路		5		板内有光模块器件，表面工艺要求镀硬金，镀硬金区域要采用拉引线的方式制作，成品焊盘边缘会有0.1mm以内的引线突出或凹陷.		方案1：拉引线电硬金的，接受焊盘拉引线位置有0.1mm以内的凸出或者凹陷。
方案2：请指示。		/		方案1		MC08500HA0（DG-M-D01-002 PCB V1.0）

				6		0.5mm pith BGA线宽3.2-3.4mil，间距3-3.4mil，间距不足，建议允许削焊盘		方案1：线宽按3mil，居中，间距均分，并允许削焊盘0.7mil以内。
方案2：请指示。		图7		方案1		8C0850FDA0（ZMD/MC-CQ102 PCB V1.0）
KC08501HA0（ZMD/MC-B9101 PCB V1.0）
KC08501GA0（ZMD/MC-AD8201 PCB V1.0）
IC085035A0（ZW/SBC-CS1 PCB V1.0）

		电镀		7		0.5mm pitch的BGA夹线设计，外层布线间距小，树脂塞孔后包覆铜厚满足不了军标最小12um的要求，		方案1：建议完成铜厚按最小31.2um，树脂塞孔后包覆铜厚按≥5um管控。
方案2：请指示。		/		完成铜厚按最小33.4um，树脂塞孔后包覆铜厚按≥5um管控		GC08505RA0（ZMD/MC-BA2101A PCB V2.0）
KC08501HA0（ZMD/MC-B9101 PCB V1.0）

		过孔塞孔		8		过孔要求阻焊塞孔，如图，散热焊盘上的过孔设计为单面开窗，阻焊塞孔孔口会有轻微冒油		方案1：接受孔口有轻微帽油
方案2：过孔采用树脂塞孔+电镀填平		图9		只针对PCB加工说明书明确绿油塞孔的，可接受方案1		8C0850EZA0（ZMD/SBC-B90-T01 PCB V1.0）

				9		过孔要求阻焊塞孔，如图，过孔焊盘设计为双面开窗，阻焊塞孔有一面冒油会不规律分布，且冒油区域会较大。		方案1：双面开窗的不塞孔
方案2：双面开窗的塞孔，允许一面加绿油帽，另外一面也有轻微冒油。
方案3：过孔采用树脂塞孔+电镀填平		图10		方案3		GC085065A0（ZMD/MC-BA1203N1 PCB V3.0）
6C0850A9A0（ZMD/ SBC-CK1-T01 V1.0）

		字符		10		贵司订单一般加我司全套标记，对于单板尺寸小，空间不足的，是否可以只加周期标记		形成协议：空间不足加不下我司全套标记的板，只加周期标记。		/		接受建议		8C0850FGA0（ZMD/RC-Y7201 PCB V2.0)
IC085034A0(ZMD/RC-Y7202 PCB V2.0)

		外形		11		外形公差要求+0/-0.2mm的偏公差，对于有SET拼版的，是对单只或set都有要求，还是只对SET或者单只有要求。对于内槽公差没有指示的，是否也有对应要求？		方案1：偏公差对单只和SET都有要求；内槽公差有要求则指示，无要求按常规公差；
方案2：偏公差只对单只或SET有要求，要求在具体的订单中指明; 内槽公差有要求则指示，无要求按常规公差。
方案3：请指示说明。		图12		方案1		AC08505LA0(ZMD/MC-C9802 PCB V1.0)
6C0850AAA0(ZMD/RC-Y7205 PCB V1.0)

		拼版		12		是否需要在工艺边上添加定位孔和mark点？		形成协议：无特别要求的，按我司常规要求加定位孔和Mark点。		/		接受建议		8C0850FGA0（ZMD/RC-Y7201 PCB V2.0)

		环宽		13		IPCIII级验收标准：内层成品不低于0.025mm；外层成品不低于0.05mm		方案1：允许加大焊环以满足标准，空间不够的位置允许局部破环（允许不满足验收标准）
方案2：按文件制作，接受成品不满足验收标准的要求		/		1、via过孔按文件制作，部分位置因间距不足的，环宽允许按IPC 2级控制；
2、器件焊接孔原则上外层环宽不小于4mil，内层环宽不小于2mil，如需调整环宽来满足此要求的情况，需与我司单独确认。

				14		GJB*验收标准：过孔、器件孔成品不低于0.05mm		方案1：允许加大焊环以满足标准，空间不够的位置允许局部破环（允许不满足验收标准）
方案2：按文件制作，接受成品不满足验收标准的要求		图11				8C0850FMA0（ZMD/MC-Y3302GN2 PCB V1.0）
CC08505IA0（ZMD/MC-Y3301GN2 PCB V1.0）

		板材		15		加工说明书中的板材速率与表中走线最高速率不符。		按照加工说明书中的板材生产。				按照加工说明书中的板材生产。





附图

		图1																								图7



		图2
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		图10





image1.png

[P REI






image2.jpeg

BB | Bk 16 v <06 LM L m 2105

1 BESH, RERE
2L BRI
3. BAELEEAMERN LOGO 1 DATECODE, EMI R HUBNEH#E: FHS
MLOBBET S FRLAE

B[4 RS EIER RSN CAD) HiaE
5L 0L SIB0NBERINE . SEAM GIHE) HE<0s% FHIHSE
FLIARIRE
5 TSRRETEWIRE, AR
70 TRBAWAN S =0 T geher S B R B«

. E 0B | ssioeosss | wp |1HT Bt Bacon ()

e BKRA: wiE:

T T AGEaE

eI i
2 AT * o FTHR AT o1 220 A

HIT & HilE
Eee Eesik

I

BiF A: PR R







image3.png

TOP

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

PP 51000-2HB

Core

PP 51000-2HB

Core

PP 51000-2HB

Core

PP 51000-2HB

Core

PP 51000-2HB

51000-2H

51000-2K

51000-20

51000-20

106%2

0.21

106%2

0.21

106%2

0.21

106%2

0.21

106%2

5+Flating
. 784(mil)
.5 0z

. 270 (mil)
.5 0z

. 511 (mil)
.5 0z

. 270 (mil)
.5 0z

. 519 (mil)
.5 0z

. 270 (mil)
.5 0z

. 534(mil)
.5 0z

. 270 (mil)
.5 0z
784(mil1)
5+Plating

0,
3.
0,
8.
0,
3.
0,
8.
i
3.
0,
8.
0,
3.
0,
8.
0,
3.

TERRE 62.992(6. 299/-6. 299) mil 1. 6(+0. 16/-0. 16) 1
RS : 57.402 mil 1.458 100
ARHAE: 51000-21 5100021

-
Impedance Information:

ST

B |FE |mm | ERE =rekE ERHE R n m e e
u |z g a1 o108 | 6.2 0.2 R b
u |1 =5 s.6/4.8 100108 | 3.6/4.8 w2 (7737
u |1 g a1 o108 | 6.2 0.2 R b
ER EEY PR ] 41 00108 | 4.2 50,168 sar |04 4! [am
ER EEY VR 35/ 1004/-108 | 3.3/5.1 9.1 sar |04 4! [am
B |was | 41 00108 | 4.2 50,209 sar [0 |4 [am
1 |uas | 41 00108 | 4.2 50.29 sar |04 4! [am







image4.png

g elelelelelelelele
1 EEREEEELRER

Ehslotarl

[ololoo] o) ooEooonoooooonoooooooo)

Al

Rl

H & B ABNE S o0, O







image5.png

e Edit Actions Options Analysis DFM Step Rout Windows

cad

B RERRARRARRAREAEEE
el= &5 EE PR
.

Fab







image6.jpeg

30 sep 2024
File Edit Actions Options Analysis DFM Step Rout Windows Fr nt"neGEIIESSZOOO 07:06 P

Graphic Editor
[Job_: 8c0850eza0)

Heasure Hode
Between Points

+ Between Contours

[ololo[ojooololololo]o]

 Between HNets

+ Bnnular Ring

+ Between Midpoints

[E1E = (| =







image7.png

Genesis 2000 %%,

Grophic Editor

Step: cad

Job Matrix ...

I

In:

BERHE 2l g
| [l EEE
gl ele fefe s fe]efe]s 5]

Ingh

adinholes
Ehopen

1051 (=1 = | ] | ] ] ] 5 ] ]

HE

Ehcaver

2025/3/8






image8.png

5
3 la|<la
B EEHRE

JHE mEEEEEEEER

T
[£ab_outTine|
|padinholes |
L3 bothopen |
Jbothcover |

close

127

Selected

:
i
d

>








